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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年12月9日(2021.12.9)

【公開番号】特開2021-57592(P2021-57592A)
【公開日】令和3年4月8日(2021.4.8)
【年通号数】公開・登録公報2021-017
【出願番号】特願2020-160930(P2020-160930)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  25/07     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  25/18     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/29     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/78     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/12     (2006.01)
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
   Ｂ６２Ｄ   5/04     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   25/04     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   23/28     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   23/36     　　　Ａ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５３Ａ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６５２Ｔ
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｚ
   Ｂ６２Ｄ    5/04     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和3年10月26日(2021.10.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の半導体素子（１３３，１４３，２３３，２４３，３３３，３４３，４３３，４４
３，５３３，５４３，５５３，６３３，６４３）と、前記複数の半導体素子を一体に封止
する樹脂モールド（１２０，２２０，３２０，４２０，５２０，６２０）と、前記複数の
半導体素子の少なくとも１つに電気的に接続する複数の導電部材（１１１～１１６，２１
１～２１６，３１１，３１２，４１１，４１２，５１１，５１２，５７１，６１１，６１
２）と、を備えた半導体モジュール（１０～１３，２０～２３，３０～３３，４０，５０
，１６０）であって、
　前記複数の半導体素子は、ゲート電極（７５）と、第１電極（７１）と、第２電極（７
２）とを備え、前記ゲート電極に電圧を印加することにより形成されたチャネルによって
、前記半導体素子の前記第１電極側から前記第２電極側にキャリアが移動する絶縁ゲート
型半導体素子であり、
　前記複数の導電部材は、前記半導体モジュールの上面側または下面側で前記樹脂モール
ドから露出し、前記第１電極と前記第２電極の少なくともいずれか一方に電気的に接続す
る共通配線用電極（１１１，１１３，１１５，２１１，２１３，２１５，３１１，４１１
，４１２，５１１，５１２，５７１，６１１）と、前記樹脂モールドから露出し前記共通
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配線用電極と異なる前記半導体素子の電極に電気的に接続する非共通配線用電極と、を含
み、
　前記共通配線用電極に接続される共通電極の配線幅は、前記非共通配線用電極の配線幅
よりも広く、
　前記複数の半導体素子および前記複数の導電部材は、前記共通配線用電極に前記共通配
線を接続する場合に、前記非共通配線用電極と電気的に接続することなく、前記共通配線
用電極が露出する前記樹脂モールドの面上の対向する一方の辺から他方の辺まで前記共通
配線を設置できるように、配置されており、
　前記非共通配線用電極の少なくとも１つは、前記樹脂モールドから露出する面側に向か
って高い高段部と、前記高段部よりも低い低段部とを備え、
　前記高段部は、前記樹脂モールドから露出しており、
　前記低段部は、前記樹脂モールドから露出しておらず、
　前記共通配線用電極が露出する前記樹脂モールドの面上の対向する一方の辺から他方の
辺まで略直進する帯状の領域であって、前記共通配線用電極が存在し、かつ、前記非共通
配線用電極が存在しない領域である共通配線領域を備え、
　前記共通配線領域は、前記低段部を少なくとも一部含む、半導体モジュール。
【請求項２】
　前記共通配線は、前記共通配線領域内に設置される請求項１に記載の半導体モジュール
。
【請求項３】
　前記複数の半導体素子は、隣接する半導体素子と同じ向きで前記隣接する半導体素子と
略平行に配置されている請求項１または２に記載の半導体モジュール。
【請求項４】
　前記複数の半導体素子は、隣接する半導体素子と逆の向きで前記隣接する半導体素子と
略点対称に配置されている請求項１または２に記載の半導体モジュール。
【請求項５】
　前記複数の導電部材は、前記複数の半導体素子のうち、第１の半導体素子の前記第１電
極と、前記第１の半導体素子に隣接して配置される第２の半導体素子の前記第２電極とを
接合する接合導電部材を含む請求項１～４のいずれかに記載の半導体モジュール。
【請求項６】
　前記共通配線用電極は、前記樹脂モールドの面の対向する１対の辺の双方から突出する
位置まで延在している請求項１～５のいずれかに記載の半導体モジュール。
【請求項７】
　前記半導体モジュールは、前記共通配線用電極が露出する面を実装面として配線基板（
６５０）に実装され、
　前記配線基板は、前記半導体モジュールが設置される配線部と、前記配線部の周囲に設
けられたレジスト部とを含み、
　前記樹脂モールドは、前記レジスト部よりも熱伝導率が高い請求項１～６のいずれかに
記載の半導体モジュール。
【請求項８】
　前記半導体モジュールの前記共通配線用電極が露出する面と対向する面は、前記樹脂モ
ールドによって覆われている請求項１～７のいずれかに記載の半導体モジュール。
【請求項９】
　前記共通配線用電極が露出する面を実装面として前記半導体モジュールが実装される配
線基板（６５０）と、前記共通配線用電極が露出する面と対向する側に設置された筐体（
６７０，６７１）の間に配置され、
　前記半導体モジュールまたは前記配線基板における発熱は、前記樹脂モールドを介して
前記筐体側に放熱される請求項８に記載の半導体モジュール。
【請求項１０】
　前記樹脂モールドは、前記筐体との間に配置された放熱部材（６８０）を介して、前記
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筐体と接しており、
　前記放熱部材の熱伝導率は、前記樹脂モールドの熱伝導率以上である請求項９に記載の
半導体モジュール。
【請求項１１】
　電動パワーステアリングシステム（８０）に搭載された請求項１～１０のいずれかに記
載の半導体モジュール。
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